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本发明涉及一种IC芯片座，其在IC芯片座落

下时或与其他物品碰撞时缓和冲击。IC芯片座的

上部壳体在IC芯片的电触点侧具备弹性变形部，

该弹性变形部能够朝向上部壳体的内侧弹性变

形。因此，弹性变形部朝向上部壳体的内侧弹性

变形，在IC芯片座落下时或与其他物品碰撞时弹

性变形部挠曲而缓和冲击。因此，降低了IC芯片

损坏的可能性。
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1.一种IC芯片座(40)，其中，该IC芯片座(40)具备：

IC芯片(70)，具备电触点；及

壳体(41)，载置有所述IC芯片，

所述壳体在所述电触点(71～73)侧具备弹性变形部(60)，该弹性变形部(60)能够朝向

所述壳体的内侧弹性变形。

2.根据权利要求1所述的IC芯片座，其中，

所述壳体具备所述IC芯片所载置的一侧的表面(43)及设置于所述弹性变形部的第一

突起(62)，

所述第一突起比所述表面向外侧突出。

3.根据权利要求1或2所述的IC芯片座，其中，

所述第一突起配置于比所述电触点靠所述壳体的中央侧处。

4.根据权利要求2所述的IC芯片座，其中，

所述弹性变形部具备基部(61)，该基部(61)由所述壳体以悬臂方式支承，

所述基部位于比所述表面靠内侧处。

5.根据权利要求4所述的IC芯片座，其中，

所述基部的周围的所述表面为面部。

6.根据权利要求4或5所述的IC芯片座，其中，

所述基部与所述表面具有高低差(10)。

7.根据权利要求4～6中任一项所述的IC芯片座，其中，

所述弹性变形部在所述第一突起与所述基部之间具备与所述第一突起向相同的方向

突出的第二突起(63)。

8.根据权利要求1～7中任一项所述的IC芯片座，其中，

所述壳体由多个部件(41、42)构成，

构成所述壳体的一个部件(41)为具备所述弹性变形部的一体的部件。

9.根据权利要求4～7中任一项所述的IC芯片座，其中，

在比所述弹性变形部靠内侧处具有空间(436)，

所述空间的至少一部分被所述表面包围。

10.根据权利要求1～9中任一项所述的IC芯片座，其中，

在比所述壳体的表面低的位置具备所述IC芯片的所述电触点。

11.根据权利要求1～10中任一项所述的IC芯片座，其中，

在配置有所述IC芯片的一侧，与所述壳体的表面相比，所述弹性变形部的第一突起最

为向所述壳体的外周方向突出。

12.根据权利要求1～11中任一项所述的IC芯片座，其中，

所述IC芯片存储与油墨有关的信息。

13.根据权利要求1～12中任一项所述的IC芯片座，其中，

所述IC芯片座能够相对于打印机进行拆装。
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IC芯片座

技术领域

[0001] 本发明涉及载置有IC芯片的IC芯片座。

背景技术

[0002] 在壳体内存在内存盒，该内存盒收纳有包含ROM等存储元件的电路基板。内存盒在

壳体的侧壁内表面具备卡止突起。电路基板具备与卡止突起卡合的能够弹性变形的爪片。

存在连接器，在该连接器中，收纳在壳体内的电路基板与插座部将彼此的接触部嵌合在一

起。在连接器中，收纳有电路基板的壳体的侧面的固定臂的爪从内侧卡合到插座部的孔中，

从而电路基板与插座部保持稳定的接触状态。

[0003] 但是，在上述现有的内存盒及连接器中，存在有在落下时或与其他物品碰撞时，不

会缓和冲击而导致电路基板损坏的可能性。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于，提供一种在IC芯片座落下时或与其他物品碰撞时，缓和冲击

的IC芯片座。

[0005] 技术方案1的IC芯片座具备：IC芯片，具备电触点；及壳体，载置有所述IC芯片，所

述壳体在所述电触点侧具备弹性变形部，该弹性变形部能够朝向所述壳体的内侧弹性变

形。由于弹性变形部朝向壳体的内侧弹性变形，所以在IC芯片座落下时或与其他物品碰撞

时弹性变形部挠曲而缓和冲击。因此，降低了IC芯片损坏的可能性。

[0006] 技术方案2的IC芯片座的所述壳体可以具备所述IC芯片所载置的一侧的表面及设

置于所述弹性变形部的第一突起，所述第一突起比所述表面向外侧突出。由于弹性变形部

的第一突起先于壳体的表面与其他物品抵接，所以在IC芯片座落下时或与其他物品碰撞时

弹性变形部挠曲而缓和冲击。因此，降低了IC芯片损坏的可能性。

[0007] 技术方案3的IC芯片座可以将所述第一突起配置于比所述电触点靠所述壳体的中

央侧处。第一突起能够配置在壳体的重心附近，从而在IC芯片座落下时或与其他物品碰撞

时，冲击得到缓和。

[0008] 技术方案4的IC芯片座的所述弹性变形部可以具备基部，该基部由所述壳体以悬

臂方式支承，所述基部位于比所述表面靠内侧处。由于弹性变形部的基部位于比表面靠内

侧处，所以降低了悬臂的弹性变形部的基部受到冲击的可能性。因此，与弹性变形部的基部

处于与壳体的表面相同的高度的情况相比，能够维持弹性变形部的弹性变形正常发挥功能

的可能性。

[0009] 技术方案5的IC芯片座的所述基部的周围的所述表面可以为面部。面部缓和对弹

性变形部的基部的冲击。

[0010] 技术方案6的IC芯片座的所述基部可以与所述表面具有高低差。手指碰到高低差

的下侧的基部而使弹性变形部弹性变形，降低了手指接触IC芯片的电触点的可能性。

[0011] 技术方案7的IC芯片座的所述弹性变形部可以在所述第一突起与所述基部之间具
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备第二突起，该第二突起与所述第一突起向相同的方向突出。手指碰到第二突起而使弹性

变形部弹性变形，降低了手指接触IC芯片的电触点的可能性。

[0012] 技术方案8的IC芯片座的所述壳体可以由多个部件构成，构成所述壳体的一个部

件为具备所述弹性变形部的一体的部件。与将弹性变形部分体设置于壳体时相比，能够在

IC芯片座的组装时防止忘记弹性变形部的固定等。

[0013] 技术方案9的IC芯片座可以在比所述弹性变形部靠内侧处具有空间，所述空间的

至少一部分被所述表面包围。由于空间的至少一部分被所述表面包围，因此降低了妨碍弹

性变形的异物侵入到弹性变形部进行弹性变形的空间中的可能性。

[0014] 技术方案10的IC芯片座可以在比所述壳体的表面低的位置具备所述IC芯片的所

述电触点。降低了手指接触IC芯片的电触点的可能性。

[0015] 技术方案11的IC芯片座可以在配置有所述IC芯片的一侧，与所述壳体的表面相

比，所述弹性变形部的第一突起最为向所述壳体的外周方向突出。由于弹性变形部的第一

突起先于壳体的表面与其他物品抵接，所以在IC芯片座落下时或与其他物品碰撞时弹性变

形部挠曲而缓和冲击。因此，降低了IC芯片损坏的可能性。

[0016] 技术方案12的IC芯片座的所述IC芯片可以存储与油墨有关的信息。由于所述IC芯

片存储与油墨有关的信息，从而降低了IC芯片损坏而丢失与油墨有关的信息的可能性。

[0017] 技术方案13的IC芯片座可以能够相对于打印机进行拆装。即使在将IC芯片座相对

于打印机进行拆装时IC芯片座落下，也会降低IC芯片损坏的可能性。

附图说明

[0018] 图1为打印机1的立体图。

[0019] 图2为芯片写入器20的立体图。

[0020] 图3为芯片写入器20的底面侧的立体图。

[0021] 图4为图2的A-A线处的向视方向剖视图。

[0022] 图5为IC芯片座40的立体图。

[0023] 图6为IC芯片座40的俯视图。

[0024] 图7为从IC芯片座40的底面侧观察到的立体图。

[0025] 图8为IC芯片座40的左视图。

[0026] 图9为IC芯片座40的右视图。

[0027] 图10为IC芯片座40的后视图。

[0028] 图11为IC芯片座40的主视图。

[0029] 图12为IC芯片座40的仰视图。

[0030] 图13为图6的B-B线处的向视方向剖视图。

[0031] 图14为图6的C-C线处的向视方向剖视图。

[0032] 图15为IC芯片座40的立体图。

[0033] 图16为变形例的剖视图。

具体实施方式

[0034] 参照附图对本发明的实施方式进行说明。参照图1，对打印机1的概略结构进行说
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明。图1的上方、下方、左下方、右上方、右下方、左上方分别为打印机1的上方、下方、前方、后

方、右方、左方。

[0035] <打印机1的结构>

[0036] 如图1所示，打印机1为向印刷介质(未图示)喷出油墨而进行印刷的喷墨打印机。

打印机1的印刷介质为T恤衫等布帛、纸等。打印机1朝向下方喷出5种相互不同的油墨(白色

(W)、黑色(K)、黄色(Y)、青色(C)和品红色(M))而在印刷介质印刷彩色图像。在以下说明中，

将5种油墨中的白色的油墨称为白色油墨，在对黑色、青色、黄色和品红色这4种颜色的油墨

进行统称时，称为彩色油墨。在对白色油墨和彩色油墨进行统称时，或者在不指定任一种油

墨时，简称为油墨。

[0037] 如图1所示，打印机1具备主体部2和罐安装单元3。主体部2具备壳体4。主体部2在

左右方向的中央具有压印板6、压印板驱动机构5。压印板驱动机构5具备一对导轨(省略图

示)，一对导轨在压印板驱动机构5的内侧沿前后方向延伸，并对压印板6以能够在前后方向

上移动的方式进行支承。压印板驱动机构5具有设置在后端部的电动机(省略图示)，通过压

印板驱动机构5使压印板6沿着一对导轨在前后方向上移动。压印板6为俯视呈大致长方形

状的板状。压印板6在上表面保持由T恤衫等布帛构成的印刷介质。

[0038] 主体部2在前表面右下部具备操作部14。操作部14具有显示器、按钮等。罐安装单

元3是安装向印刷头13供给液体的罐7的部位。罐安装单元3设置在主体部2的右侧。在罐安

装单元3能够安装共计5个罐7。通常，5个罐7包括如下油墨的罐，即，白色油墨的罐7A、青色

的罐7B、品红色的罐7C、黄色的罐7D和黑色的罐7E。各罐7具备油墨余量传感器(省略图示)。

主体部2具备在内部沿左右方向移动而喷出白色油墨的打印头(省略图示)和喷出青色、品

红色、黄色及黑色的油墨的打印头(省略图示)。

[0039] 罐安装单元3具备墨罐控制部9。墨罐控制部9具备未图示的由CPU、RAM、ROM等构成

的控制电路。罐安装单元3具备芯片写入器20。芯片写入器20能够拆装后述的IC芯片座40。

IC芯片座40相对于用于向各罐7补充油墨的油墨收容容器(省略图示)而各单独地附有一

个。在使用者向任一罐7补充油墨时，将IC芯片座40插入到芯片写入器20中。

[0040] <芯片写入器20的结构>

[0041] 参照图2～图4对芯片写入器20的结构进行说明。如图2所示，芯片写入器20具有大

致长方体形状的壳体29。壳体29的前表面具备长方体形状的前面板21。前面板21具有横长

的大致矩形的开口21A。在开口21A中能够插入IC芯片座40。如图4所示，在开口21A的内部设

置卡止部20B，该卡止部20B供后述的IC芯片座40的弹性变形部60的突起62卡止。如图3所

示，芯片写入器20具备框架22，在框架22的右侧设置引导构件23。在框架22的左侧设置引导

构件24。引导构件23和引导构件24对IC芯片座40在插入方向上进行引导。框架22具备轴25。

轴25具备扭转弹簧26。扭转弹簧26的一端部26A卡止于框架22上的卡止部28，扭转弹簧26的

另一端部26B抵接于所插入的IC芯片座40的后端部。因此，扭转弹簧26的另一端部26B对插

入到芯片写入器20中的IC芯片座40向与插入方向相反的方向施力。芯片写入器20经由作为

弹性体的板状的电触点27向所插入的IC芯片座40的IC芯片70(参照图5和图6)写入与油墨

有关的信息。

[0042] <IC芯片座40的结构>

[0043] 参照图5～图14对IC芯片座40的结构进行说明。IC芯片座40具备上部壳体41和下
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部壳体42。IC芯片座40为角部被倒角的长方体形状。作为一例，上部壳体41和下部壳体42为

合成树脂制。IC芯片座40的前后方向比左右方向长，上下方向比左右方向短。IC芯片座40具

备表面43、底面44、前表面47、背表面48、左侧面45、右侧面46。

[0044] 表面43为除了上部壳体41的第一凹部431、第二凹部432、第三凹部434、弹性变形

部60、突起62、切口部431～435之外的表面，在前后方向上延伸。如图10和图11所示，表面43

在左右方向上弯曲。如图5和图6所示，表面43的靠前表面47的中央部为朝向后述的底面44

凹陷的第一凹部431。第一凹部431在俯视时为在前后方向上较长的大致长方形。从第一凹

部431的后端侧朝向背表面48存在第二凹部432。第二凹部432在俯视时为在前后方向上较

长的大致长方形。左右方向上的第二凹部432的宽度比第一凹部431的宽度宽。在第二凹部

432内设置第三凹部434。第三凹部434在俯视时为在前后方向上较长的大致长方形。在第三

凹部434内存在切口部435。切口部435在俯视时为在前后方向上较长的大致长方形。切口部

435的后端侧到达背表面48。切口部435载置IC芯片70。

[0045] 如图6和图15所示，在切口部435的IC芯片70的后侧设置引导部437。引导部437具

有倾斜部437C，该倾斜部437C是从前侧朝向后侧向下方倾斜的面。引导部437的上端部具有

3个突起部437A和4个切口部437B。切口部437B是切除引导部437的上端部侧所得的部分。突

起部437A和切口部437B在左右方向上交替排列。3个突起部437A位于电触点71、72、73各自

的后侧。切口部437B向下方凹陷。突起部437A的上端部比切口部437B高。突起部437A对应于

在插入IC芯片座40时配置有芯片写入器20的电触点27的位置而设置。在插入IC芯片座40

时，突起部437A先于电触点71、72、73与芯片写入器20的电触点27接触而进行引导。通过突

起部437A的引导，能够顺利地插入IC芯片座40。

[0046] IC芯片70的上表面侧具备电触点71、72、73。如图13和图14所示，IC芯片70的下表

面侧具备IC74。电触点71、72、73与IC芯片70内的电路连接。IC芯片70存储与油墨有关的信

息。作为一例，IC芯片70存储油墨的颜色信息、罐7的油墨的余量等。如图6所示，IC芯片70具

备在上下方向上贯通的贯通孔78。贯通孔78的开口在从上下方向观察时，前后方向的端部

为半圆，贯通孔78的开口为用直线连结该半圆所得的长圆形状。在贯通孔78中插通从底面

44的内表面沿上下方向竖立设置的销438，贯通孔78用于制造时的IC芯片70相对于下部壳

体42的定位。销438的上端与IC芯片70的上表面在上下方向上相同或靠下方，销438的上端

不从IC芯片70突出。切口部435的左右方向的宽度比IC芯片70的左右方向的宽度窄，IC芯片

70被上部壳体41和下部壳体42夹持。销438插通于贯通孔78。因此，IC芯片70不容易从IC芯

片座40脱落。

[0047] 如图5、图6、图14所示，在第一凹部431内设置弹性变形部60。弹性变形部60具备基

部61、突起62、第二突起63。基部61在俯视时为在前后方向上较长的给定厚度的长方形的板

材。基部61的前端侧与上部壳体41的表面43的背侧连接。即，壳体41以悬臂方式支承基部

61。基部61的上表面与表面43具有高低差10(参见图5)。基部61是与上部壳体41相同的合成

树脂制的板材。基部61以悬臂的方式被支承，因此能够弹性变形。因此，弹性变形部60能够

向上部壳体41的内侧弹性变形。即，弹性变形部60能够向比上部壳体41的表面43位置靠下

侧弹性变形。基部61在上部壳体41的上方向上位于比表面43的最高位置靠下侧处。基部61

的后端部具备突起62。突起62从基部61的左右方向整体向上方突出，突起62的上表面朝向

后端倾斜。作为一例，突起62的上表面在表面43的上方向上比表面43的最高位置向上侧突
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出。突起62在上部壳体41的前后方向上位于比电触点71～73靠上部壳体41的中央侧处。如

图6和图14所示，在弹性变形部60的下侧存在空间436。空间436在弹性变形部60的下侧沿左

右方向和前后方向扩展。当从上下方向观察上部壳体41时，空间436的至少一部分，即表面

43和弹性变形部分60之间被表面43包围。

[0048] 基部61在前后方向的中央的靠前端处具备第二突起63。第二突起63从基部61的左

右方向向上方突出。因此，第二突起63与突起62向相同的方向突出。第二突起63的上表面大

致水平，作为一例，第二突起63比表面43稍向上方突出。

[0049] 如图7和图12所示，下部壳体42的下侧具备底面44。底面44在俯视时为在前后方向

上较长的大致长方形。如图10、图11、图13所示，底面44在左右方向上弯曲。底面44具备在前

后方向上延伸的一对肋441、442。在底面44的背表面48侧的左右设置卡止孔445、446。如图

13所示，在上部壳体41的内部向下方延伸的卡止爪411在卡止孔445内与下部壳体42的被卡

止部448卡合。卡止爪412在卡止孔446内与下部壳体42的被卡止部449卡合。如图12所示，底

面44的前表面47侧的中央具备卡止孔443。如图14所示，在上部壳体41的内部向下方延伸的

卡止爪413在卡止孔443内与下部壳体42的被卡止部450卡合。因此，上部壳体41和下部壳体

42一体化。

[0050] 如图8所示，左侧面45为在前后方向上延伸的大致长方形的侧面。如图9所示，右侧

面46也为在前后方向上延伸的大致长方形的侧面。如图10所示，背表面48在从前后方向观

察时，为上侧和下侧弯曲的在左右方向上较长的桶形，并且在上侧具有切口部435。如图11

所示，前表面47为在左右方向上较长的桶形。

[0051] <IC芯片座40的拆装>

[0052] 对具有上述结构的IC芯片座40相对于芯片写入器20的拆装进行说明。如果罐7中

的任一个的油墨的余量变少，则操作部14进行催促油墨的补充的显示。使用者准备收容有

对应颜色的油墨的油墨收容容器(省略图示)。油墨收容容器附加有IC芯片座40。IC芯片座

40的IC芯片70预先存储油墨的颜色的信息。使用者将IC芯片座40以使后端先进入的方式插

入到芯片写入器20的开口21A中。使用者克服扭转弹簧26的施力，将IC芯片座40插入到芯片

写入器20的开口21A中。IC芯片座40的突起62倾斜，在插入初期时，突起62的插入前端侧的

端部与卡止部20B的下表面接触。因为基部61能够向下方弹性变形，所以随着向开口21A插

入，IC芯片座40的突起62沿着卡止部20B的下表面下降。当突起62整体低于卡止部20B的下

表面，突起62通过开口21A时，如图4所示，突起62与卡止部20B卡止。或者，使用者也可以用

手指按压弹性变形部60的第二突起63。使弹性变形部60向下方弹性变形，以使突起62通过

开口21A。无论如何，由于突起62与卡止部20B卡止，所以IC芯片座40不易从开口21A脱出。

[0053] 如图4所示，使用者在将IC芯片座40插入到芯片写入器20的开口21A之后，解除第

二突起63的按压时，突起62将与卡止部20B卡止。接着，使用者取下需补充油墨的罐7的油墨

的注入口的盖，从油墨收容容器补充油墨。芯片写入器20将来自补充了油墨的罐7的油墨余

量传感器的油墨的余量信息写入到IC芯片座40的IC芯片70。然后，在使用者从芯片写入器

20取下IC芯片座40时，使用者按压第二突起63，以解除突起62与卡止部20B的卡止。扭转弹

簧26的施力将IC芯片座40从芯片写入器20推出。

[0054] 如以上所说明的那样，在本实施方式的IC芯片座40中，上部壳体41在IC芯片70的

电触点71、72、73侧具备弹性变形部60，该弹性变形部60能够朝向上部壳体41的内侧弹性变
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形。因此，弹性变形部60的突起62朝向上部壳体41的内侧弹性变形，在IC芯片座40落下时或

与其他物品碰撞时，弹性变形部60挠曲而缓和冲击。因此，降低了IC芯片70损坏的可能性。

[0055] 上部壳体41具备：表面43，处于载置有IC芯片70的一侧；以及突起62，设置于弹性

变形部60，突起62比上部壳体41的表面43向外侧突出。因此，弹性变形部60的突起62先于上

部壳体41的表面与其他物品抵接，从而在IC芯片座40落下时或与其他物品碰撞时弹性变形

部60挠曲而缓和冲击。因此，降低了IC芯片70损坏的可能性。

[0056] 由于突起62配置于比电触点71～73靠上部壳体41的中央侧处，因此，突起62能够

配置在IC芯片座40的质量中心即重心附近，从而在IC芯片座40落下时或与其他物品碰撞

时，冲击得到缓和。

[0057] 弹性变形部60具备基部61，该基部61由上部壳体41以悬臂方式支承，基部61位于

比上部壳体41的表面43靠内侧处。因此，弹性变形部60的基部61位于比表面43靠内侧处，所

以降低了悬臂的弹性变形部60的基部61受到冲击的可能性。因此，与弹性变形部60的基部

61处于与上部壳体41的表面43相同的高度时相比，能够维持弹性变形部60的弹性变形正常

发挥功能的可能性。

[0058] 由于基部61的周围的表面43为面部，所以缓和对弹性变形部60的基部61的冲击。

[0059] 基部61与表面43具有高低差10。手指碰到具有该高低差10的基部61的表面而使弹

性变形部60弹性变形。因此，降低了手指接触IC芯片70的电触点71～73的可能性。

[0060] 弹性变形部60在突起62与基部61之间具有第二突起63，该第二突起63与突起62向

相同的方向突出。因此，手指碰到第二突起63而使弹性变形部60弹性变形。因此，降低了手

指接触IC芯片70的电触点71～73的可能性。

[0061] 上部壳体41由多个部件构成，构成上部壳体41的一个部件为具备弹性变形部的一

体的部件。因此，与将弹性变形部60分体设置于上部壳体41时相比，能够在IC芯片座40的组

装时防止忘记相对于上部壳体41固定弹性变形部60等的情况。

[0062] 上部壳体41在比弹性变形部60靠内侧处具有空间436，空间436的至少一部分被表

面43包围。因此，降低了妨碍弹性变形的异物侵入到弹性变形部60进行弹性变形的空间436

中的可能性。

[0063] 在比上部壳体41的表面43低的位置设置IC芯片70的电触点71～73。因此，降低了

手指接触IC芯片70的电触点71～73的可能性。

[0064] 在配置有IC芯片70的一侧，与上部壳体41的表面43相比，弹性变形部60的突起62

最为向上部壳体41的外周方向突出。因此，弹性变形部60的突起62先于上部壳体41的表面

43与其他物品抵接。因此，在IC芯片座40落下时或与其他物品碰撞时，弹性变形部60挠曲而

缓和冲击。因此，降低了IC芯片70损坏的可能性。

[0065] 如上所述，由于冲击得到缓和，因此即使IC芯片70存储有与油墨有关的信息，也会

降低IC芯片70损坏而丢失与油墨有关的信息的可能性。由于IC芯片座40能够相对于打印机

1进行拆装，所以即使在将IC芯片座40相对于打印机1进行拆装时IC芯片座40落下，也会降

低IC芯片70损坏的可能性。上部壳体41是本发明的“壳体”的一例。突起62是本发明的“第一

突起”的一例。

[0066] 本发明并不限定于上述实施方式，在不脱离本发明的主旨的范围内可以进行各种

变更。例如，如图16所示，也可以采用如下方式，即，弹性变形部60的基部61的前侧的端部
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61A比上部壳体41的表面43向上方(外侧)突出，突起62比上部壳体41的表面43低。在IC芯片

座40落下时或与其他物品碰撞时，与端部61A抵接而使弹性变形部60挠曲，由此缓和冲击。

因此，降低了IC芯片70损坏的可能性。而且，降低了丢失存储在IC芯片70中的与油墨有关的

信息的可能性。芯片写入器20也可以是不仅具备将信息写入到IC芯片座40的IC芯片70中的

功能，而且还具备从IC芯片70读出信息的功能的读取器/写入器。
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